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概要

このアプリケーションノートでは、さまざまな使用事例と低消費電力モードに対応する AM62L 電源の実装について説明し

ます。このドキュメントの電力供給ネットワーク (PDN) は、テキサス インスツルメンツ AM62L Sitara プロセッサを使用する

アプリケーションに PMIC または個別の電源設計を統合するためのガイドとして使用できます。設計プロセスを支援するた

めに、サンプル供給とデジタル図が提供されます。設計プロセスを支援するために必要なご質問や技術サポートについて
は、TI E2E™ 設計サポートフォーラムをご利用ください。
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1 はじめに

AM62L Arm ベース プロセッサは、幅広い産業用および汎用アプリケーション向けに設計された低コストで電力効率に優

れたシステムオンチップ (SoC) です。AM62L プロセッサは 2 つの ARM Cortex-A53 コアを搭載し、セキュア ブートなど

の必要なセキュリティ機能を備えた堅牢なコンピューティングを提供します。このデバイスは、スケーラブルなソフトウェア開
発キット (SDK)、オープンソース ハードウェア、設計ツールを使用した迅速かつ効率的な開発を可能にします。この SoC 
は、スマート メーター、EV 充電、IOT ゲートウェイ、産業用 HMI、患者モニタリングなど向けに設計されています。

AM62L は、消費電力の低減、BOM コストの削減、柔軟な電源設計を可能にするパワー マネージメントアーキテクチャを

使用して開発されました。このパワー アーキテクチャでは、メイン CORE (VDD_CORE)、RAM (VDDR_CORE)、DDR 
PHY IO (VDDS_DDR)、VDDA アナログ電源 (適切なフィルタリングにより 1.8V の IO と組み合わせることも可能)、およ

び 1.8V / 3.3V の IO 電源に電力を供給するために 4 ～ 5 個の外部レギュレータが必要です。表 1-1 に、SoC パワー 

アーキテクチャの利点のいくつかを示します。

注
ユーザー ガイド、アプリケーション レポート、またはその他の参照資料の間に矛盾がある場合は、データ シー

トの仕様が最終的な情報源となります。

表 1-1. AM62L のパワー アーキテクチャ機能

パワー アーキテクチャの特長 利点

✓ 低消費電力モード 4 つの低消費電力モード (RTC のみ、RTC + IO + DDR、DeepSleep、スタンバイ) により、消費電力が大幅に

削減され、電力効率が向上し、バッテリー寿命が長くなります。

✓ アクティブ電源 低いアクティブ電源と OS アイドルにより、アクティビティの少ない使用時に電力を削減できます。

✓ CORE 電圧 0.75V 固定 CORE 電圧供給による差別化された低消費電力機能により、最大 1.25GHz デュアル A53 をサポ

ートします。

✓ 電圧ドメイン シングル CORE 電圧ドメインにより、低コストの電力設計とパワー マネージメントのためのよりシンプルなソフトウ

ェア制御が可能になります。

✓ 内部デュアル電圧 LDO 1.8V に切り替えて SD カード インターフェイスに電源を供給し、UHS-I 速度をサポートできる 3.3V LDO 
(SDIO) を統合しています。この内部 LDO により、設計者は外部デュアル電圧 LDO が不要になり、BOM サイ

ズとコストを削減できます。

✓ 電源の実装 柔軟な電源シーケンスと電源統合により、PMIC または個別電源の実装が簡素化され、BOM サイズとコストを削

減する最適化が可能になります。

✓ コンパニオン PMIC TPS65214 は、AM62L に電力を供給するために開発された、3.5mm x 3.5mm のコストとスペースが最適化さ

れパワー マネージメント IC (PMIC) です。これは統合されたスーパーバイザとシーケンサであり、すべての電源

レールを監視し、シーケンスを完全に制御できます。
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2 パワー マネージメント IC (PMIC) の概要

TPS65214 PMIC には、3 つの Buck レギュレータと 2 つの Low ドロップアウト レギュレータ (LDO) の 5 つのレギュレー

タが含まれています。Buck コンバータは、Buck1 で最大 2A、その他の降圧レギュレータでそれぞれ 1A をサポートしま

す。LDO1 は最大 300mA の出力電流をサポートし、LDO2 は最大 500mA の出力電流をサポートします。両方の LDO 
は、 負荷スイッチとして構成することもできます。この PMIC は VIN 範囲が 2.5V ～ 5.5V と広く、3.3V または 5V の一般

的なシステム電圧をサポートします。図 2-1 に、各アナログ リソースの電圧および電流能力の概要を示します。

TPS65214 PMIC は、I2C インターフェイス、2 つの GPIO ピン、および 3 つの多機能ピンを備え、AM62L SoC と主要

ペリフェラルに電力を供給するため 最大出力パッケージを提供します。

TPS65214 デバイスには、さまざまなアプリケーションのユースケースをサポートするために、独自の OTP 設定を備えた

さまざまな注文可能な型番 (OPN) があります。各 TPS65214 デバイスは、型番と TI_DEV_ID/NVM_ID レジスタフィー

ルドで区別されます。型番の 9 - 10 桁目は、デフォルトの OTP 設定を表します。たとえば、TPS6521401 には AM62L 
SoC の電圧およびシーケンシング要件をサポートするための独自の OTP 設定があります。

注
TPS6521401 は、AM62L EVM で使用されます。
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図 2-1. TPS65214 の機能ブロック図
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3 低消費電力モードと電源最適化

AM62L には、以下の低消費電力モードがあります。RTC のみ、RTC + IO + DDR、ディープスリープおよびスタンバイを

提供します。各低消費電力モードとサポートされているウェークアップ源の詳細については、AM62L テクニカル リファレン
スマニュアルの電源セクションを参照してください。高レベルでは、RTC のみの設定では、RTC レール (VDDS_RTC / 
VDD_RTC) がオンのままになり、残りの電源レールはオフになります。RTC + IO + DDR の設定では、メインコ 

(VDD_CORE) と 1.8V アナログ (VDDA) はオフになり、残りのレールはオンのままです。これに対して、ディープスリープ

およびスタンバイをサポートする場合、すべての外部電源レールはオンのままです。表 3-1 に、必要な低電力モードに基

づいて AM62L + LPDDR4 に電力を供給するための、異なる電力最適化を実現する 3 つの PDN を示します。この表に

は、DDR4 を使用した電源実装の PDN も含まれています。

低消費電力モードを使用しないアプリケーションの場合: 合計 3.3V の IO 電流が 500mA よりも低い場合は、PDN#1 を
推奨します。合計 3.3V の IO 電流が 500mA よりも大きい場合は、PDN#2 を推奨します。

表 3-1. AM62L 電源供給ネットワーク (PDN)
電源の最適化 メモリ サポートされる低消費電力モード

RTC のみ RTC + IO + DDR ディープスリープ スタンバイ

最小 BOM サイズとコスト (PDN#1) (1) LPDDR4 ✓ ✓

最小中断電力 (PDN#2) (2) LPDDR4 ✓ ✓ ✓

完全に柔軟な設計 (PDN#3) (2) LPDDR4 ✓ ✓ ✓ ✓

DDR4 の電源図 (PDN#4) (3) DDR4 ✓ ✓ ✓ ✓

(1) PDN#1 では、大量生産アプリケーションへのリクエストに応じて利用可能なカスタム PMIC 構成を使用しています。

(2) PDN#2 および PDN#3 では、TPS6521401 PMIC 構成を使用します。

(3) PDN#4 では、TPS6521402 PMIC 構成を使用します。
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3.1 PDN#1: BOM サイズとコストに最適化された電源設計

このセクションで説明する電力供給ネットワーク (PDN) は、BOM サイズの縮小とコストの削減に最適化された電源設計を

提供します。この設計では、単一の 3.5mm × 3.5mm パワー マネージメント IC (PMIC) を使用して、すべての SoC 電源

ドメインに電力を供給します。または、個別の部品を使用して電源設計を実装することもできます。図 3-1 は PMIC の実

装を示します。この PDN は、RTC のみを使用しないアプリケーションや RTC + IO + DDR 低消費電力モードに使用で

きます。

特長：

• 推定 BOM サイズ: 36.97mm2 (PCB 空間距離を含まない)。
• 3.3V IO (AM62L + ペリフェラルを含む) の合計電流が 500mA 未満の場合、すべての SoC 電圧ドメインには単一の 

PMIC が供給されます。

• 3.3V IO (AM62L + ペリフェラルを含む) の合計電流が 500mA を超える場合は、セクション 3.2 を参照してください。

• 3.3V 入力電源 (最小の消費電力) を使用する場合、PMIC LDO2 は 3.3V 負荷スイッチとして構成されます。

• 4V ～ 5V 入力電源を使用する場合、PMIC LDO2 は 3.3V LDO として構成されます。
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図 3-1. BOM サイズとコストに最適化された AM62L PDN
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注
VDDA_3P3_SDIO に接続されたパワースイッチはオプションであり、アプリケーションが SD カードを使用する

場合にのみ必要です。VPP 1.8V LDO はオプションであり、オンボード eFuse プログラミングが必要な場合に

のみ必要です。ディスクリート実装の例については、Appendix A を参照してください。

図 3-2 に、PDN#1 の SoC と PMIC のデジタル接続を示します。この画像には、外部プルアップ抵抗を必要とするデジタ

ルピンも示しています。PMIC イネーブル ピン (EN / PB / VSENSE) は、プリレギュレータのパワーグッド信号で駆動でき

ます。または、プリレギュレータがパワーグッド信号を統合しない場合は、この信号を PMIC_VSYS にプルアップすること

ができます。PMIC nRSTOUT は、RTC パワーオン リセット (RTC_PORz) および SoC メインリセット (PORz) を駆動しま

す。これは、RTC のみおよび RTC + IO + DDR 低消費電力モードをサポートしていない場合に許可されます。

PMIC_LPM_EN0 は PMIC MODE/STBY ピンを駆動して、DCDC スイッチング モードを強制 PWM から自動 PFM に
切り替え、DeepSleep およびスタンバイ/ OS アイドル 低消費電力モード中の電力効率を向上させます。これはオプショ

ンであり、PMIC MODE/STBY ピンを「MODE」として構成する必要があります。

TPS65214xx

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPO/NWAKEUP

SDA

GPIO/VSEL

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

flo��ng

floa�ng

PMIC VSYS
VDDS_RTC/

VDDS_OSC0

VDDSHV1

1.8V/3.3V

図 3-2. PDN#1 の SoC - PMIC デジタル接続

注
PMIC_LPM_EN0 は、外部プルアップ抵抗を必要としません。SoC には、VDDS_RTC が電源投入されてい

る場合に信号をハイに駆動する内部プルアップ抵抗があります。PORz は 3.3V 耐性があり、VDDS_OSC0 
に電源が供給されている限り、外部プルアップ抵抗を 1.8V 電源または 3.3V 電源に接続できます。
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図 3-3. PMIC BOM の例
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3.2 PDN#2: 中断電力を最小限に抑え最適化された電源設計

このセクションで説明する電力供給ネットワーク (PDN) は、最も低い中断電力に最適化されており、RTC モードのみを除

くすべての低消費電力モードをサポートします。PDN は、3.5mm x 3.5mm PMIC と外部 3.3V ディスクリート レギュレー

タを使用して、すべての SoC 電源ドメインに電力を供給します。この PDN は、RTC + IO + DDR 低消費電力モードを使

用するアプリケーション、または 3.3V IO で 500mA 以上の電流を必要とするアプリケーションに推奨されます。この PDN 
は、RTC + IO + DDR 低消費電力モードに入るときに VDD_CORE と VDDA をオフにして消費電力を削減するように設

計されています。図 3-4 は TPS6521401 構成を使用した PMIC 実装を示します。

特長：

• TPS6521401 PMIC を使用。この PMIC 構成は、AM62L EVM で使用されています。ハードウェア設計ファイルが利

用可能です。
• 3.3V 入力電源 (PMIC + 3.3V 電源スイッチ) の推定 BOM サイ: 41.69mm2 (PCB 空間距離を含まない)。パワース

イッチの例: TPS22954 の詳細を示します。

• 4V ～ 5V 入力電源 (PMIC + 3.3V Buck) 推定 BOM サイ: 58.68mm2 (PCB 空間距離を含まない)。Buck の例: 
TPS62A01 の詳細を示します。

• 外部 3.3V ディスクリートは、3.3V IO (SoC + ペリフェラルを含む) に必要な合計電流に基づいて拡張可能です。

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

TPS6521401

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V or 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.1V

0.75V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC
Power Switch

or 

DCDC

Vout
3.3V

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

Vin

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

1.8V

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)
Vin

図 3-4. 中断電力を最小限に抑えるように最適化された AM62L PDN
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注
VDDA_3P3_SDIO に接続されたパワースイッチはオプションであり、アプリケーションが SD カードを使用する

場合にのみ必要です。VPP 1.8V LDO はオプションであり、オンボード eFuse プログラミングが必要な場合に

のみ必要です。

図 3-5 に、PDN#2 の SoC と PMIC の間のデジタル接続を示します。この画像は、外付けプルアップ抵抗が必要なデジ

タル信号も示しています。PMIC イネーブル ピン (EN / PB / VSENSE) は、プリレギュレータのパワーグッド信号で駆動

できます。または、プリレギュレータがパワーグッド信号を統合しない場合は、この信号を PMIC_VSYS にプルアップする

ことができます。PMIC nRSTOUT と 3.3V IO のパワーグッド信号が、メイン SoC リセット (PORz) を駆動します。PMIC 
GPO は、RTC レール (BUCK2 および LDO2) のパワーグッド信号として動作し、RTC パワーオンリ セット 

(RTC_PORz)を駆動します。PMIC_LPM_EN0 は、「RTC + IO + DDR」低消費電力モードに入力すると、PMIC 
MODE/STBY ピンを駆動して PORz を Low にし、VDD_CORE (BUCK1) と VDDA (LDO1) をオフにします。

TPS6521401

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPO/NWAKEUP

SDA

GPIO/VSEL

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

PMIC VSYS

VDDS_RTC

VDDSHV1

1.8V/3.3V

Power Switch

or 

DCDC

EN

VDDS_OSC0

3.3V_PG (power good)
PG

PMIC VSYS

図 3-5. PDN#2 の SoC - PMIC デジタル接続

注
PMIC_LPM_EN0 は、外部プルアップ抵抗を必要としません。SoC には、VDDS_RTC が電源投入されてい

る場合に信号をハイに駆動する内部プルアップ抵抗があります。PORz は 3.3V 耐性があり、VDDS_OSC0 
に電源が供給されている限り、外部プルアップ抵抗を 1.8V 電源または 3.3V 電源に接続できます。
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表 3-2. TPS6521401 デジタル構成

OTP 構成 極性

EN/PB/VSENSE イネーブルとして構成 • High: PMIC はパワーオン シーケンスを実行します。

• Low: PMIC はパワーダウン シーケンスを実行します。

モード/スタンバイ モードおよびスタンバイ • High: アクティブ状態の PMIC 電流。すべてのレールが有効。Buck は強制 PWM で動作します。

• Low: PMIC はスタンバイ状態です。Buck1 および LDO1 はオフになります。Buck は自動 PFM 

で動作します。

GPIO / nWAKEUP オープン ドレイン GPO • Buck2 および LDO2 のパワーグッド信号として機能するように構成されています。このデジタル ピ

ンは RTC_PORz を駆動し、PMIC がスタンバイ状態に入ると high/Z のままになり、AM62L 

RTC+DDR 低消費電力モードをサポートします。

GPIO/VSEL オープン ドレイン GPO • 外部 3.3V ディスクリートデバイスをイネーブル/ディセーブルするように構成する。

注
デフォルトの PMIC OTP レジスタ設定の全リストについては、TPS6521401 テクニカルリファレンスマニュアル
を参照してください。
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3.3 PDN#3: 完全に柔軟な電源設計

このセクションで説明する電力供給ネットワーク (PDN) は、すべての SoC 低消費電力モードをサポートできる柔軟な 

PMIC + ディスクリート電源設計を提供します。この PDN は、VDDS_RTC (1.8V) と VDD_RTC (0.75V) を残りの電源レ

ールから絶縁することにより、RTC のみの低消費電力モードをサポートします。RTC ドメインに常時オンのディスクリート 

デバイスを供給すると、RTC レールのみをオンのままにして PMIC 全体と外部 3.3V ディスクリートをオフにすることで、

RTC のみの消費電力モード中の消費電力を大幅に削減できます。RTC のみの低消費電力モードに移行すると、

AM62L PMIC_LPM_EN 信号は PMIC イネーブルピンを Low に駆動します。図 3-6 に、PMIC + ディスクリート電源の

実装を示します。

特長：

• この PDN は、TPS6521401 PMIC (AM62L EVM で使用される PMIC OTP 構成) を使用して実装できます。

• すべての AM62L 低消費電力モードをサポートしています。

• BOM のサイズは、RTC レールと 3.3 IO に選択したディスクリートデバイスによって大きく依存します。

• 3.3V 入力電源 (低消費電力) を使用する場合は、外部 3.3V パワースイッチを使用します。IC の例: TPS22954 の詳

細を示します。
• 4V ～ 5V 入力電源を使用する場合は、外部 3.3V DCDC を使用します。IC の例: TPS62A01 の詳細を示します。

• 外部 3.3V ディスクリート電流定格は、3.3V の IO に必要な合計電流に基づいて拡張可能です。

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

TPS6521401

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V or 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.1V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC
Power Switch

or 

DCDC

Vout
3.3V

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

Vin

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

LDO

LDO

1.8V

0.75V

1.8V

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)

Vin

EN

Vin

EN

Vin

Vout

Vout

図 3-6. AM62L 完全に柔軟な PDN
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注
VDDA_3P3_SDIO に接続されたパワースイッチはオプションであり、アプリケーションが SD カードを使用する

場合にのみ必要です。VPP 1.8V LDO はオプションであり、オンボード eFuse プログラミングが必要な場合に

のみ必要です。

図 3-7 に、PDN#3 の SoC と PMIC 間のデジタル接続を示します。この画像は、外付けプルアップ抵抗が必要なデジタ

ル信号も示しています。SoC PMIC_LPM_EN0 は、RTC のみの低消費電力モードに移行するときに PMIC イネーブル

ピン (EN / PB / VSENSE) を駆動して PMIC をオフにします。RTC レールに電力を供給する個別の LDO の結合された

パワーグッド信号が RTC_PORz を駆動します。さらに、2 つのパワーオン リセット間のオープン ドレイン バッファにより、

外部のディスクリート LDO で故障が検出された場合に PORz を低く引き下げ、SoC をリセット状態に保つことができま

す。PMIC nRSTOUT、3.3V の IO のパワーグッド信号、およびオープンドレイン バッファの出力は、メイン SoC リセット 

(PORz) を駆動します。

Bu�er

(Open-drain)

TPS6521401

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPO/NWAKEUP

SDA

GPIO/VSEL

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

PMIC VSYS

VDDS_RTC

VDDSHV1

1.8V or 3.3V

Power Switch

or 

DCDC

EN

VDDS_OSC0

3.3V_PG (power good)
PG

PMIC VSYS

LDO (optional)

LDO (optional) PG

PG

floa�ng

図 3-7. PDN#3 の SoC - PMIC デジタル接続

注
PMIC_LPM_EN0 は、外部プルアップ抵抗を必要としません。SoC には、VDDS_RTC が電源投入されてい

る場合に信号をハイに駆動する内部プルアップ抵抗があります。PORz は 3.3V 耐性があり、VDDS_OSC0 
に電源が供給されている限り、外部プルアップ抵抗を 1.8V 電源または 3.3V 電源に接続できます。
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3.4 PDN#4：DDR4 の電源実装

このセクションで説明する電力供給ネットワーク (PDN) は、AM62L + DDR4 をサポートしています。RTC のみまたは 

RTC + IO + DDR 低消費電力モードが必要ない場合、VDD_RTC を VDD_CORE (Buck1) に接続し、VDDS_RTC を 

1.8V IO (Buck2) に接続することができます。図 3-8 は TPS6521402 構成を使用した PMIC 実装を示します。

特長：

• TPS6521402 PMIC を使用。

• 2 つの外部 1.8V/0.75V ディスクリート LDO は、アプリケーションが RTC のみまたは RTC + IO + DDR 低消費電力

モードを使用する場合のみ必要です。
• BOM のサイズは、RTC レールと 3.3 IO に選択したディスクリートデバイスによって大きく依存します。

• 3.3V 入力電源 (低消費電力) を使用する場合は、外部 3.3V パワースイッチを使用します。IC の例: TPS22954 の詳

細を示します。
• 4V ～ 5V 入力電源を使用する場合は、外部 3.3V DCDC を使用します。IC の例: TPS62A01 の詳細を示します。

• 外部 3.3V ディスクリート電流定格は、3.3V の IO に必要な合計電流に基づいて拡張可能です。

RTC always-ON LDOs

(only needed if applica�on requires RTC-only or RTC+DDR low power modes)

1.8V low Iq LDO

(Example: TPS797)

0.75V low Iq LDO

1.8V

0.75V

VDDS_RTC

VDD_RTC

Example Peripherals

D
D

R
4

TPS6521402

(PMIC)

BUCK1

(2A max)

AM62L

VDDQ

VPP

VTT

VSYS/

PVIN_LDO

BUCK3 

(1A max)

LDO2

(500mA max)

LDO1

(300mA max)

3.3V - 5V

1.8V fixed-voltage IO

0.75V

1.2V

1.8V

BUCK2 

(1A max) VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PVIN_Bx

Buck3 (1.2V)

RTC

VDDS_RTC
Power Switch

or 

DCDC

Vout
3.3V

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

Vin

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

1.8V

LDO2_DDR_VPP

Switch

(Optional)

Vin

EN

Vin

EN

Vin

Vout

Vout

LDO2_DDR_VPP

0.6VTPS51206

VTT termination

(optional)

Battery or Pre-Reg

図 3-8. DDR4 の電源実装
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注
VDDA_3P3_SDIO に接続されたパワースイッチはオプションであり、アプリケーションが SD カードを使用する

場合にのみ必要です。VPP 1.8V LDO はオプションであり、オンボード eFuse プログラミングが必要な場合に

のみ必要です。外部電源のターンオフを必要とする低消費電力モード (RTC のみ、または RTC + DDR 低消

費電力モード) をアプリケーションで使用する場合、VDDS_RTC と VDD_RTC は、ディスクリートの常時オン

レギュレータから供給する必要があります。これは、AM62L + DDR4 PDN の要件です。

図 3-9 に、SoC と PMIC の間のデジタル接続と必要なプルアップ抵抗を示します。SoC PMIC_LPM_EN0 は、RTC の
みの低電力モードをサポートするときに、PMIC イネーブル ピン (EN/PB/VSENSE) を駆動します。それ以外の場合、こ

の信号は PMIC MODE/STBY ピンを駆動します。

Bu�er

(Open-drain)

TPS6521402

(PMIC)

nRSTOUT

AM62L

RTC domain

RTC_PORz

PMIC_LPM_EN0

SOC RESET

PORz

EXTINTn

I2C

SCL

SDA

SCL

GPIO/VSEL

SDA

GPO/NWAKEUP

EN/PB/VSENSE

nINT

MODE/STBY

PMIC VSYS

VDDS_RTC

VDDSHV1

1.8V or 3.3V

Power Switch

or 

DCDC

EN

VDDS_OSC0

3.3V_PG (power good)
PG

PMIC VSYS

LDO (optional)

LDO (optional) PG

PG

PMIC VSYS

図 3-9. DDR4 用デジタル接続の使用事例
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表 3-3. TPS6521402 デジタル構成

OTP 構成 極性

EN/PB/VSENSE イネーブルとして構成 • High: PMIC はパワーオン シーケンスを実行します。

• Low: PMIC はパワーダウン シーケンスを実行します。

モード/スタンバイ モードおよびスタンバイ • High: アクティブ状態の PMIC 電流。すべてのレールが有効。Buck は強制 PWM で動作します。

• Low: PMIC はスタンバイ状態です。Buck1 および LDO1 はオフになります。Buck は自動 PFM 

で動作します。

GPIO / nWAKEUP オープン ドレイン GPO • 外部 3.3V ディスクリートデバイスをイネーブル/ディセーブルするように構成する。

GPIO/VSEL オープン ドレイン GPO • このピンは BUCK3 の電圧を設定するよう構成されており、DDR4 に 1.2V を出力するにはプルア

ップが必要です。

注
デフォルトの PMIC OTP レジスタ設定の全リストについては、TPS6521402 テクニカルリファレンスマニュアル
を参照してください。
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4 パワーアップ シーケンス

図 4-1 に、TPS6521401 OTP 構成をリファレンスとして使用するパワーアップ シーケンスを示します。シーケンシング波

形と要件の詳細については、AM62L のデータシートを参照してください。

Buck2 / 1.8V

GPIO (TPS65214)

1.5ms

LDO2 / 0.75V (TPS65214)

LDO1 / 1.8V (TPS65214)

3ms

Buck3 / 1.1V

Buck1 / 0.75V

nRSTOUT

10ms

PMIC enable

Supply

Slot_0

3ms

Slot_1

0ms

Slot_2

3ms

Slot_3

1.5ms

Slot_4

1.5ms

Slot_5

3ms

Slot_6

3ms

Slot_7

3ms

Slot_8

10ms

3ms

10.5ms

VDDS_DDR

PORz

RTC_PORz (PDN#1)

VDD_CORE

VDD_RTC (PDN#1)

DVDD1V8

VDDS_RTC (PDN#1 or PDN#2)

VDDA_1V8

DVDD3V3

Power Rail AM62L DomainSequence

tDEGL_EN_Rise_Fast + tREACTION_ON

VDD_RTC (PDN#2)

Disctete#1 / 1.8V (1)
VDDS_RTC (PDN#3)

Discrete#2 / 0.75V (1)
VDD_RTC (PDN#3)

GPO (TPS65214)

RTC_PORz (PDN#2)

PMIC_LPM_EN0

Discrere1&2 power-good

RTC_PORz (PDN#3)

図 4-1. AM62L のパワーアップ シーケンス

www.ti.com/ja-jp パワーアップ シーケンス

JAJA997B – MARCH 2025 – REVISED OCTOBER 2025
資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信

AM62Lx の電源実装 17

English Document: SLVAFW3
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJA997
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJA997B&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SLVAFW3


5 電源オフ シーケンス

図 5-1 は、TPS6521401 OTP 構成を基準として使用するパワーダウン シーケンスを示します。このパワーダウン シーケ

ンスでは、起動から低消費電力モードへの SoC のシーケンシングはカバーされません。この図は、ハードウェア (イネー

ブル ピンを Low にする) またはソフトウェア (I2C オフ要求) によって オフ要求が PMIC に送信された場合の電源オフ シ
ーケンスのみを表しています。シーケンシング波形と要件の詳細については、AM62L のデータシートを参照してくださ

い。

Buck3 / 1.1V

nRSTOU

GPO (TPS6521401)

3ms

BUCK2 / 1.8V

LDO1 / 1.8V

LDO2 / 0.75V

BUCK1 / 0.75V

3ms

GPIO

PMIC OFF request

tDEGL_OFF

Slot_0

1.5ms

Slot_1

1.5ms

Slot_2

3ms

Power Rail AM62L DomainSequence

VDDS_DDR

PORz

RTC_PORz  

DVDD1V8

VDDA_1V8

VDD_RTC

VDD_CORE

DVDD3V3

Slot_3

3ms

図 5-1. AM62L のパワーダウン シーケンス
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6 まとめ

AM62L 電源アーキテクチャは、設計者が消費電力だけでなく、BOM 面積とコストも削減できるようにする機能を備えて開

発されました。このアプリケーションノートで説明している 3 つの電力供給ネットワーク (PDN) は、BOM 面積の削減、コス

ト、低消費電力時の消費電力の低減など、システムレベルの要件を満たすように電源設計を最適化する方法の例を示し
ます。

7 参考資料

• テキサス インスツルメンツ、AM62Lx Sitara™ プロセッサデータシート。

• テキサス インスツルメンツ、『AM62L テクニカル リファレンス マニュアル』、テクニカル リファレンス マニュアル。

• テキサス・インスツルメンツ、TPS65214 統合 パワー マネージメント IC プロセッサ データシート。

• テキサス インスツルメンツ、『TPS6521401 テクニカル リファレンス マニュアル』、テクニカル リファレンス マニュアル。

• テキサス インスツルメンツ、『TPS6521402 テクニカル リファレンス マニュアル』、テクニカル リファレンス マニュアル。
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A 付録 A：PDN#1 のディスクリート電源実装

このセクションでは、PDN#1 のディスクリート電源実装について説明します。BOM サイズとコストに最適化された電源ソリ

ューションは、以下にリストされているデバイスと同等の属性を持つ個別な部品を使用して実装することもできます。図 A-1
に、5V 入力電源と LPDDR4 の使用事例の電源図例を示します。

• VDD_CORE (0.75V): TPS62A02
• VDDS_DDR (1.1V): TPS62A01
• VDDSHV (3.3V IO / 1.8V IO)

– 合計電流が 500mA より大きい場合: TPS62A01 (DCDC)
– 合計電流が 500mA 未満の場合: TPS74501 (LDO)

• VDDA (1.8V アナログ): LP5912 (低ノイズ LDO)

注
このディスクリート PDN は供給実装例であり、テキサス・インスツルメンツはそのテストや検証を行っていませ

ん。

TPS62A02

(2A Buck)

TPS62A01 

(1A Buck)

DCDC or LDO

LP5912

(low noise LDO with 

PG

5V
0.75V

1.1V

3.3V

TPS62A01 

(1A Buck) 1.8V

1.8V

Example Peripherals

L
P

D
D

R
4

AM62L

VDD1_1.8V

VDD2_1.1V

VDDQ_1.1V

1.8V fixed-voltage IO

1.8V

VDDS0/1/2

SD card connector

Dual-voltage IO (3.3V or 1.8V)

VDDSHV0/1/2/3/4

DDR PHY IO supply

VDDS_DDR

1.8V Analog

VDDS_OSC0

PMIC_BUCK2

RTC

VDDS_RTC

eFUSE ROM programming

VPP

VDD_RTC

VDDS_WKUP

CORE supplies

VDD_CORE

VDDA_PLL

VDDA_ADC

VPP LDO 

(optional)

VDDA_CORE

VDDA_DDR_PLL0

3.3V fixed-voltage IO

VDDA_3P3_SDIO

VDDA_3P3_USB

VDDA_1P8_DSI

VDDA_1P8_USB

SD card interface/supplies

VDDSHVx (MMC0 IO group)

CAP_VDDSHV_MMC

PMIC_BUCK3

Switch

(Optional)
Vin

図 A-1. BOM サイズおよびコストのディスクリート実装に最適化された PDN
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注
VDDA_3P3_SDIO に接続されたパワースイッチはオプションであり、アプリケーションが SD カードを使用する

場合にのみ必要です。VPP 1.8V LDO はオプションであり、オンボード eFuse プログラミングが必要な場合に

のみ必要です。

図 A-2. ディスクリート BOM の例

SoC のシーケンス要件とリセット アーキテクチャを満たすには、適切なロジック実装が必要です。図 A-3 は LM3380 シー

ケンサーと 6 チャンネル オープン ドレイン バッファを使用した例を示します。オレンジ色で強調表示された接続は、SoC 
レールとシステム電源を供給するデバイスのパワーグッド信号を表します。

EN

Out_1

Out_2

Out_3

3.3V IO

1.8V 

(IO/Analog)

DDR CORE

ON/OFF

LM3880

(sequencer)

SN74LV07A

(open-drain 

bu�er)
PORz

DELAY

(i.e. RC delay)

図 A-3. ロジックの実装の例
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9 改訂履歴

Changes from Revision A (September 2025) to Revision B (October 2025) Page
• DDR4 をサポートするための電源実装を追加........................................................................................................5
• TPS6521401 TRM へのリンクを修正。................................................................................................................. 9

Changes from Revision * (March 2025) to Revision A (September 2025) Page
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新............................................................................. 1
• デバイスファミリを含めるため、タイトルのデバイスに「 x 」を追加します。..................................................................1
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